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Abstrakt

Modul umožňuje ř́ızeńı digitálńıch výstup̊u přes USB a také rychlý přenos pa-
ralelńıch dat. Je založen na čipu CY7C68013A. Podporuje high-speed komunikaci
USB 2.0.
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1 Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Napájećı napět́ı USB +5V USB napájeńı je vyvedeno

i jako výstup

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeńı

Modul obsahuje minimálńı množstv́ı součástek potřebné pro funkci čipu CY7C68013A.
Tento čip má 3.3V logické výstupy, které jsou 5V tolerantńı. Napájećı napět́ı 3.3V je
stabilizováno lineárńım stabilizátorem, který je součást́ı zapojeńı plošného spoje. Korektńı
napět’ový reset obvodu CY7C68013A je vyřešen resetovaćım obvodem TCM809.
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Pro trvalé nahráńı firmware zař́ızeńı založeného na tomto USB mikrokontroleru se
předpokládá připojeńı exterńı I2C EEPROM do které je nahrán firmware. Tato EEPROM
neńı součást́ı zapojeńı modulu a je v takovém př́ıpadě potřebné využ́ıt daľśı modul.

2.2 Mechanická konstrukce

Modul klasicky předpokládá uchyceńı na čtyřech šroubech, které by pro správnou funkci
modulu měly být spojeny s vodivou zemı́.

3 Výroba a testováńı

Plošný spoj je navržen jak pro ručńı pájeńı, tak i pro osazováńı pomoćı pasty. Modul
se testuje optickou kontrolou spoj̊u a následným připojeńım na laboratorńı zdroj s ome-
zeńım proudu. Dále by po připojeńı mikrokontroleru na USB mělo doj́ıt k enumeraci USB
zař́ızeńı.

3.0.1 Osazeńı

Modul je možné osadit i ručně. Rozložeńı součástek je na Obr. 1.

Obrázek 1: Osazovaćı plán horńı a spodńı strany plošného spoje

Počet Označeńı Typ Pouzdro
10 C1,C3,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13 100nF C0805
1 C2 20uF ELYTC
2 C4,C5 12pF C0805
1 C14 22uF ELYTC
1 D1 M4 SMA
1 J1 USB B 01 USB B 01
4 J2,J3,J13,J14 JUMP2X3 JUMP2X3
2 J4,J8 JUMP2X4 JUMP2X4
1 J5 JUMP2X8 JUMP2X8
1 J6 JUMP2X6 JUMP2X6
2 J9,J11 JUMP2X1 JUMP2X1
2 J10,J12 JUMP2X2 JUMP2X2
1 L1 MI0805K400R-10 R0805
1 R1 100k R0805
2 R2,R3 2K2 R0805
1 R4 10K R0805
1 R5 1K R0805
1 SW1 PUSH050x050 PUSH050x050
1 U1 CY7C68013A SSOP56 300
1 U2 LM1117MPX 3V3 SOT223
1 U3 TCM809 SOT23
1 X1 24MHz XTAL050

Tabulka 1: Seznam součástek osazovaných na desku plošného spoje.
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